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Both casing and optical components (8,9) are 
formed from a unitary plastic mass (7) 
surrounding and embedding the electronic 
components (3, 4). 

An Independent claim is included for the 
corresponding method of making the opto- 
electronic sensor. 

Preferred features: The plastic is transparent to 
visible, UV or IR light, especially forming an 
optical filter. Casing and optical components are 
made in a single, common, injection molding or 
casting process. The plastic is in direct contact 
with an optical transmitter (3) and/or an optical 
receiver (4), with no intervening air gap. The 
electronic components are coupled with a cable, 
plug and/or socket (6). Cable, plug and/or socket 
are at least part-embedded in the plastic. In the 
method, the mold includes the negative form of 
the optical components. The electronic 
components are located on a circuit board (2) 
and positioned in a mold before injection molding 
or casting. Many such boards, interconnected, 
may be encapsulated at once. Individual sensors 
are separated by stamping, outside the mold. 
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Die folgenden Angaben sind den v.om Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

® Opto-elektronischer Sensor und Verfahren zu dessen Herstellung 

®. Die Erfindu ng betrifft einen dpto-elektronischen Sensor 
mit in einem Gehause angeordneten optischen und elek- 
tronischen Bauteilen sowie ein Verfahren zur Herstellung 
". solcher Sensoren, bei dem sowohl das Gehause a!s auch . 
die optischen Bauteile aus einer einheitlichen Kunststoff- 4 
masse gebildet sind, weJche die elektronischen Bauteile 
. einbettend umschliefct. 
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Beschreibung " 



Die Erfindung betrifft einen opto-elektronischen Sensor ' 
mil in einem Gehause angeordneten optischen und elektro- 
nischen B auteilen sowie ein Verfahren zur Herstellung eihes 5 
solchen Sensors. 

Es ist bekannt, die optischen und elektronischen Bauteile ' 
der genannten Sensoren in einem Gehause anzuordnen und 
zu fixieren und das Gehause anschlieBend raittels eines Dek- 
kels zu verschliefien. Weiterhin ist es bekannt, die elektroni- 10 
schen und optischen Bauteile beispielsweise auf einer Pla- 
tine anzuordnen und diese Platine dann gemeinsam mit den 
optischen. und elektronischen Bauteilen mit Kunststoff- 
masse zu umspritzen, wobei die Kunststoffmasse in diesem 
Fall das Gehause bildet. 15 

Die Herstellung derartiger, bekannter Sensoren ist auf 
nachteilige Weise mit hohem Aufwand verbunden, da Elek- 
tronik und Optik in Form von separaten Bauteilen positio- 
niert und justiert werden miissen und das Gehause - sowohl 
als mittels eines Deckels verschlieBbares Element als auch , 20 
als Kunststoffmasse - ein weiteres separates Bauteil bildet: 

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, 
die Hersteliungskosteri von Sensoren der eingangs genann- 
ten Art zu reduzieren, insbesondere durch Verringerung der 
Anzahl der miteinandef zu verbindenden B auteile. 25 

Diese Aufgabe wird durch einen erfindungsgemaBen Sen- - 
sor dadufch gelost, daB sowohl das Gehause als auch die op- 
tischen Bauteile aus einer einheitlichen Kunsistofirnasse ge- 
bildet sind, welche die elektronischen Bauteile einbettend 
umschlieBt. .30 

GemaB einem erfindungsgemaBen Verfahren wird die- ge- 
nahnte Aufgabe dadurch gelost, daB sowohl das Gehause als 
auch die optischen Bauteile durch einen einzigen, gemeinsa- 
men Spritz- oder GieBvorgang aus einer ■ einheitlichen 
Kunststoffmasse gefertigt werden, wobei die elektronischen 35 
Bauteile mittels des Spritz- oder GieBvorgangs in.der Kunst- 
stoffmasse eingebettet werden. 

ErfindungsgemaB bestehen also sowohl die elektroni- 
schen Bauteile als auch das Gehause aus dem gleichen 
Kunststoffmaterial, wobei diesem Kunststoffmaterial so- 40 
wohl hinsichtlich der optischen Bauteile als auch hinsicht- \ 
lich des Gehauses seine endgultige Formmittels eines einzi- 
gen, gemeinsamen Spritz- oder GieBvorgangs verliehen 
wird. 

'Zur Herstellung eines erfindungsgemaBen Sensors ist es 45 
folglich nur noch notig, die elektronischen Bauteile in einem 
Spritz- bzw. GieBwerkzeug zu positionieren, woraufhin der 
Spritz- oder GieBvorgang erfolgt, durch den die optischen 
Bauteile und das Gehause gebildet und mit cien elektroni- 
schen Bauteilen verbunden werden. Das Herstellungsver- 50 
. fahren ist SQmit auf einen Positibniervorgang der elektroni- 
schen Bauteile in einer Spritz- bzw. GieBform und einen 
nachfolgehden Spritz- bzw. ' GieBvorgang reduziert, wo- 
durch sich 'die Herstellungskosten von Sensoren der ein- 
gangs genannten Arterheblich verringem lassen. * 55 

Zusatzlich zu der genannten Verringerung der Herstel- 
lungskosten ergeben sich erfindungsgemaB noch eine Reihe 
von weiteren Vorteilen: 

- Zur Herstellung. von flussigkeits- oder gasdichten. 60 
Sensoren ist es nicht mehr notig, die optischen Bauteile 
gegenuber dem Gehause abzudichten, da diese opti- 
schen Bauteile und das Gehause einstuckig aus einer 
einheitlichen Kunststoffmasse -geforrnt sind. 

- Zwischen einem Lichtsender bzw. einem Lichtemp- 65 
fanger und dem Gehause ist ein besonders guter War- 
rneubergang gegeben, da. die Kunststoffmasse zum ei- 
nen direkt am* Lichtsender bzw. Lichtempfanger und 



zum anderen direkt am Gehause anliegen kann, so da 1 ^ 
*die Kunststofenasse Wanne von Lichtsender bzw. 
Lichtempfanger zur Gehauseoberflache leiten kann, 
ohne daB zwischen den genannten Bauteilen storende 
Luftspalte vorhanden waren. 

- Positionierungs- und Justierungsungenauigkeiten 
zwischen optischen Bauteilen und Gehause werden 
ausgeschlossen, da die Relativposiuon von optischen 
Bauteilen und Gehause durch die Gestalt des Spritz- 
bzw. GieBwerkzeugs fest und unveranderlich vorgege- 
ben ist. 

Die fur Gehause und optische Bauteile verwendete 
Kunststoffmasse ist vorzugsweise zumindest teilweise 
durchlassig fur sichtbares Licht, UV-Strahlung oder Infra- 
rots trahlung, je nach Typ des jeweils herzustellenden Sen- 
sors. Die genannte Eigenschaft der KunststofEmasse ermog- 
licht es, dieser die fur die Realisierung der optischen Bau- 
teile notigen abbildenden Eigenschaften zu verleihen. Zu- 
dem kann die Kunststoffmasse beispielsweise als* optisches 
Filter, ausgebildet werden, so daB sie letztlich eine Dreifach- 
funktion als Linse, Filter und Gehause erfullen kann. 

Von Vorteil ist es, wenn die elektronischen Bauelemente 
mit einem Kabel, einem Stecker und/oder einer Buchse ge- 
koppelt sind, wobei Kabel, Stecker und/oder Buchse zumin- 
dest .teilweise in der Kunststoffmasse eingebettet sind. Auf 
diese Weise ergibt sich beim Spritz- bzw. GieBvorgang auto- 
matisch eine Fixierung von Kabel, Stecker und/oder 
Buchse, wenn diese zuvor in das Spritz- bzw. GieBwerkzeug 
eingelegt wurden. Beim Eiribetten eines Kabels ist es dabei' 
von Vorteil, daB sich automatisch eine Zugentlastung ergibt. 

Das erfindurigsgemaBe Verfahren wird bevorzugt derart 
durchgefuhrt, daB die elektronischen Bauteile vor deni 
Spritz- bzw. GieBvorgang auf einer Platine angeordnet und 
die Platine anschlieBend positionsgenau in ein Spritz- bzw. 
GieBwerkzeug eingelegt wird, woraufhin dann der Spritz- 
bzw. GieBvorgang erfolgen kann. Die Positionierung der 
Platine im Spritz- bzw. GieBwerkzeug kann auf v'orteilhafte 
Weise durch in der Platine vorgesehene Positionierungsboh- 
rungen und damit zusammenwirkende Positiom^rungszap- 
fen im Spritz- bzw. GieBwerkzeug vereinfacht werden. 

Von besonderem* Vorteil ist es, wenn zur gleichzeitigen 
Herstellung einer Mehfzahl von Sensoren mehrere, mitein- 
ander verbundene, jeweils einem Sensor zugeordnete Pla- 
tinen in einem einzigen Verfahrensschritt mit Kunststoff- 
masse umspritzt oder umgossen werden. Das Spritz- bzw. • 
GieBwerkzeug muB in diesem Fall dann eine entsprechende 
Anzahl von Kavitaten zur Herstellung der Sensoren aufwei- 
sen. 

Im AnschluB. an die- genannte gleichzeitige Herstellung 
mehrerer Sensoren kohnen diese Sensoren entweder auBer- 
halb des Spritz- oder GieBwerkzeugs oder innerhalb dieses 
Werkzeugs vereinzelt werden, wobei im letztgenannten Fall 
die Vereinzelung bevorzugt mittels eines Stanzvorgangs er- 
folgt. 

Weitere bevorzugte Ausfuhrungsformen sind in den Un- 
teranspruchen angegeben. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Beispielen 
unter Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrieben; diese 
zeigen: 

Fig. 1 einen Schnitt durch einen erfindungsgemaBen Sen- 
sor und 

Fig. 2a^; drei Verfahrensschritte bei der gleichzeitigen 
Herstellung mehrerer Sensoren. 

Fig. 1 zeigt' einen Sensor 1 mit einer flachigen, sich senk- 
recht zur Zeichenebene erstreckenden Platine 2, auf der 
elektronische Bauelemente angeordnet sind. Von diesen 
elektronischen Bauelementen sind in Fig. 1 aus Griinden der 
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"Obersichtlichkeit lediglich ein Lichtsender 3 sowie ein 
Lichtempfanger 4 gezeichnet. Weitere elektronische Bau- 
teile finden sich ebenfalls auf der Platine 2, sind jedoch in . 
Fig. 1 nicht dargestellt. 

Zwischen LichtseDder 3 und Lichtempfanger 4 erstreckt 5 
sich senkrecht zur Platine 2 eine optisch undurchlassige 
Trenriplatte 11, welche Lichtsender 3 und Lichtempfanger 4 
optisch voneiriander entkoppelt. 

An einer Schmalseite 5 der Platine 2 ist eine Buchse 6 
vorgesehen, uber welche der Sensor 1 mit Versorgungs-, 10 
Steuer- und/oder Datenleitungen koppelbar ist. Alternativ 
konnte die Buchse 6 beispielsweise auch an der Unterseite 
der Platine 2 vorgesehen sein. 

Platine 2, Lichtsender 3, Lichtempfanger 4, Buchse 6 und 
Trennplatte 11 sind mit einer lichtdurchlassigen Kunststoff- 15 
masse 7 umspritzt, wobei diese, Kunststoffmasse 7 sowohl 
das Gehause des Sensors 1 als auch die oberhalb des Licht- 
senders 3 angeordnete- Sendeoptik 8 und die oberhalb des 
Lichtempfangers 4 angeordnete Empfangsoptik 9 bildet. 

Aus der Darstellung gemaB Fig. 1 wird deutlich, daB die 20 
Kunststoffmasse 7 unmittelbar an Lichtsender 3 und Licht- 
. empfanger 4 anschlieBt, woraus sich die vorstehend erlau- . 
terten Vorteile ergeben. ■' 

Fig. 2a zeigt ein - oftmals als ."Nutzen" beze;chnetes - 
flachiges Element 10, welches eine Vielzahl von' Platinen 2 25 
urnfaBt. In Fig. 2a sind beispielhaft lediglich.drei. Platinen 2 
gezeichnet. Jede Platine 2 tragt alle elektronischen Bauteile, 
die zur Realisierung eines einzelnen Sensors notig sind. 

Die einzelnen Platinen 2 sind im flachigen Element 10 
liber dunne Stege 12 gehalten, so daB zwischen dem flachi- 30 
gen Element 10 und den Platinen 2 ein Luftspalt.13 ausge-. 
bildet ist, welcher.sich bis auf geringfugige Unterbrechun- 
gen durch die Stege 12 fast uber den vollstaridigen Umfang 
der jeweiligen Platinen 2 erstreckt. Dieser Luftspalt 13 
"rnacht ein fast vollstandiges Umspritzen bzw. UmgieBen der 35 
Platinen 2 moglich. 

Die Platinen 2 sind soniit uber die Stege 12 und das Ele- 
ment 10 .miteinander innerhalb einer gemeinsamen Ebene ' 
verbunden und relativ zueinander unveranderlich justiert. 

Zur gleichzeitigen Herstellung mehrerer erfindungsgema- 40 
Ber Sensoren wird das Element 10 in ein das gesamte Ele- 
ment 10 umschlieBendes Spritz- bzw. GieBwerkzeug einge- 
legt,' wobei letzteres eine Anzahl von Kavitaten aufweist, 
die der Anzahl der herzustellenden Sensoren entspricht. 
Jede Kavitat besitzt die Negativform eines herzustellenden 45 
Sensors einschlieBlich der Negativform der zu bildenden 
optischen Baut'eile. 

Durch einen einzigen Spritzvorgang werden samtliche 
Platinen 2 des Elements 10 '"mit Kunststoffmasse umspritzt 
bzw. umgossen, wodurch die Gehause und optischen Bau- 50 
elemente aller herzustellenden Sensoren gleichzeitig ge- 
schaffen werden. 

Bevorzugt ist es, wenn ein etwaiger, nach dem Spritz- 
bzw; GieBvorgang auftretender Schwund der Kunststoff; 
masse bereits bei Anfertigung der Spritz- bzw. GieBwerk- 55 
zeuge beriicksichtigt wird, so daB die Sensoren und insbe- 
sondere deren optischen Bauteile letztlich die jeweiLs ge- 
wiinschten Abmessungen aufweisen. 

Nach dem Spritz- bzw. GieBvorgang ist auf dem Element 
10 die gewtinschte Anzahl von Sensoren 1 vorhanden, deren' 60 
Gehause, Sendeoptiken 8 und Empfangsoptiken 9 aus 
Kunststoffmasse 7 gebildet sind. 

Im AnschluB an den Spritz- bzw. <jieBvorgang konnen die 
einzelnen. Sensoren 1 mittels eines geeigneten Arbeits- 
schritts voneinander vereinzelt werden, wie dies in Fig. 2c 65 
dargestellt ist. 



Bezugszeichenliste 

1 Sensor 

2 Platine 

3 Lichtsender 

4 Lichtempfanger 

5 Platinenschmalseite 

6 Buchse 

7 Kunststoffmasse ( 

8 Sendeoptik 

9 Empfangsoptik 

10 Flachenelement 

11 Trennplatte 
12Stege 

13 Luftspalte 

Patentanspniche" 

1. Opto-elektrbnischer Sensor (1) mit in einem Ge- 
hause angeordneten optischen und elektronischen Bau- 
teilen (3, 4, 8, 9), dadurch gekennzeichnet, daB so- 
wohl das Gehause als auch die optischen Bauteile (8, 9) 
aus einer einheitlichen Kunststoffmasse (7) gebildet 
sind, welche die elektronischen Bauteile (3, 4) einbet- 
tend umschlieBt. 

2. Sensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Kunststoffmasse (7) fur sichtbares licht, UV- 
Strahlung oder Infrarotstrahlung zumindest teilweise 
durchlassig und insbesondere als optisches Filter aus- 
gebildetist. 

3. Sensor nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Gehause und die op- 
tischen Bauteile (8, 9) durch einen einzigen, gemeinsa-' 
men Spritz- oder GieBvorgang gebildet sind. 

4. Sensor nach einem- der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Kunststoffmasse (7) 
unmittelbar, ohne Ausbildung eines Luftspalts an einen 
Lichtsender (3) und/oder einen Lichtempfanger (4) an- 
grenzt. 

5. Sensor nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daB die elektronischen Bau- 

. teile (3, 4) rhit einem Kabel, einem Stecker und/oder ei- . 
ner Buchse .(6) gekoppelt sind. 

6. Sensor nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 
daB Kabel, Stecker und/oder Buchse (6) zumindest teil- 
weise in der Kunststoffmasse (7) eingebettet sind. 

7. Verfahreh zur Herstellung eines opto-elektroni- 
schen Sensors (1) mit in einem Gehause angeordneten 
optischen und elektronischen Bauteilen (3, 4, 8 r 9)\ da- 
durch gekennzeichnet, daB sowohl das Gehause als 
auch die optischen Bauteile (8, 9) durch einen einzigen, 
gemeinsamen Spritz- oder ^GieBvorgang aus einer ein- 
heitlichen Kunststoffmasse (7) gefertigt werden, wobei 
die elektronischen Bauteile '(3, 4) 'mittels des Spritz- 

. oder GieBvorgangs in der Kunststoffmasse (7) einge r 
bettet werden. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Spritz- oder GieBwerkzeug unter anderem 
die Negativform der zu bildenden optischen Bauteile 
(8, 9) aufweist. '" 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 7 oder 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB die insbesondere auf einer 
Platine (2) angeordneten elektronischen Bauteile (3, 4) 
vor dem Spritz- oder GieBvorgang positionsgenau in 
einem Spritz- oder GieBwerkzeug angeordnet werden, 
woraufhin der Spritz- oder GieBvorgang erfolgt. 

10. Verfahren nach einem der Anspruche 7 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB zur gleichzeitigen Herstel- 
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lung einer Mehrzahl von Sensoren (1) mehrere, mitein- 
ander verbundene, jeweils einem Sensor (1) zugeord- 
nete Plalinen (2) in einem einzigen Verfahrensschritt 
mit Kunststoffmasse (7) umspritzt oder umgossen war- 
den. 5 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- . 
zeichnet, daB die Sensoren (1) im Spritz- oder GieB- 
werkzeug insbesondere mittels eines Slanzvorgangs 
vereinzelt werden. 

12. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 10 
zeichnet, daB die Sensoren (1) auBerhalb des Spritz- ' 
oder GieBwerkzeugs vereinzelt werden. 
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